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	兆豐證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司

	註冊地國
	(外國發行人適用)
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	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	公司介紹：

兆遠科技成立於民國年89月11月2日，為台灣首家專業特殊硬脆材料晶圓製造廠，主要產品為光電材料基板。本公司研發團隊擁有多年基板加工經驗，與工研院共同研發氧化物基板製造技術，公司成立至今，已成功開發出濾波器等級與光通訊等級鉭酸鋰、鈮酸鋰的製程技術，超高亮度白/藍光LED的關鍵材料藍寶石晶圓奈米精密機械加工技術，目前為台灣最大的藍寶石晶圓與鉭酸鋰、鈮酸鋰晶圓的供應商。並以此為基地供應全世界各地的硬脆基板需求。
除了供應標準的基板之外，並和客戶共同開發各類型的特殊基板，並朝基板大型化的目標前進。目前已與世界一流的基板供應商並駕齊驅。本公司的研發團隊自行開發各類硬脆基板技術，且獲得經濟部補助各項研發計劃，並獲致非凡的成果。研發能力獲得全球客戶的肯定，目前仍不斷研發下世代的新型基板，為未來產業的發展作準備。
歷史沿革：

民國89年
11月
晶向科技股份有限公司成立，資本額新台幣2,000 萬元
民國90年
02月
進駐工研院育成中心，開始通訊元件表面聲波濾波器用鉭酸鋰及鈮酸鋰基板研發
06月
生產出國內第一片氧化物基板，通過客戶認證，並開始接單生產
民國91年
02月
投入通訊元件表面聲波濾波器用石英基板生產
03月
獲中華民國專利發明第175523 號「以雷射加工法製作低雜訊表聲波濾波器基板之方法」
06月
通過經濟部工業局經濟部小型企業創新研發計畫(SBIR)＂藍寶石晶圓表面奈米級加工製程技術研究＂補助計畫
07月
取得ISO9001：2008 品質管理系統認證
民國92年
06月
生產出國內第一片藍寶石基板，並通過客戶驗證
09月
公司遷址入新竹工業園區
12月
表面聲波濾波器用鉭酸鋰及鈮酸鋰基板國內佔有率達90%
民國93年
06月
通過經濟部工業局主導性新產品開發輔導計畫“碳化矽SiC 晶圓開發＂專案計畫
民國94年
04月
開發完成2＂氮化鋁基板
民國96年
06月
更名為兆遠科技股份有限公司
09月
開發藍寶石圖形基板
民國97年
02月
申請專利：用以拋光藍寶石之組成物及使用此組成物拋光藍寶石的方法；用以拋光鋁酸鋰晶體之拋光液組成物及其使用方法。
民國98年
04月
取得科學工業園區管理局核准，准予在新竹科學工業園區設立新廠
04月
申請專利：圖案藍寶石基板的製造方法；藍寶石晶圓再生方法。
07月
通過經濟部工業局SBIR 計畫＂ 高功率GaN-LED 用基板鋁酸鋰晶圓開發計畫＂
09月
4＂藍寶石基板開始量產
10月
於新竹科學工業園區擴建竹科廠
民國99年
04月
經行政院金融監督管理委員會核准股票公開發行。

經營理念：
『崇本務實 精益求精 執著品質 永續經營』
本公司的企業文化是本著『崇本務實 精益求精 堅持品質 永續經營』的經營理念發展而成。本公司特別注重『崇本務實』的精神，對一切心存感激，敬天愛人，於自我的技術核心做發展，一步一步實實在在，在扎實的基礎上開發產品，也因此獲得客戶的信賴。在技術及產品上，不以目前的成就自滿，更加『精益求精』務必達成盡善盡美，並以客戶的需求為依歸，開發下一世代的產品，以滿足客戶端新產品研發的要求。快速變遷的科技時代，必須彈性的應變，但唯有『堅持品質』才是對客戶不變的承諾。品質是企業賴以生存的理由，不管產生什麼樣的變化都必須堅持完美的品質。企業『永續經營』是對客戶的一種責任，也是堅實的保證。也是客戶信賴的原動力，更是對員工對社會的一種責任，成就越大，責任也越重，兆遠科技在基板的世界舞台已佔有一席之地，將秉持一貫的經營理念繼續努力。

我們的定位

本公司定位為專業的硬脆基板製造廠商，舉凡氧化物半導體晶圓(如LiTaO3、LiNbO3、Quartz、Li2B4O3、La3Ga5SiO14、Al2O3、ZnO、LiAlO2等)、化合物半導體晶圓(如GaAs、AlN、InAs、GaN等)與矽晶圓及各類新型的次世代基板等都是兆遠科技營運的範圍。上游以策略聯盟方式取得穩定的晶體原物料供應，下游產業運用主要是半導體與光電、通訊業界，配合客戶研發生產客戶需求的基板。目前是台灣最大的LED磊晶用藍寶石基板供應商。

未來發展：
我國LED產業發展至今已近30年，由於LED下游封裝技術與資金障礙較低，在台灣廠商早期發展第一個10年，皆以LED封裝為開端並奠定基礎；而後在資本及技術累積後，在產業價值鏈中便朝晶粒製程發展為另一個10年的里程碑；最近10年再透過技術擴散、美國歸國學人及充沛資本市場資金，台灣LED產業開始轉向上游磊晶製程發展，在過去的10年中本土磊晶廠最高曾達15~20家水準，進入台灣LED產業新戰國時代。在歷經近30年發展後，台灣廠商已成為全球第二大供應國，除在LED基板及晶棒材料尚無法完全自給自足外，我國LED產業應已建構出相當完整價值鏈。

近年來固態照明光源快速發展，主要是應用在手攜式（Handset）產品，LED TV背光源、NB背光源、標誌、顯示器、車用及一般照明等用途，使LED應用越來越廣泛，依Strategies Unlimited預估隨全球經濟景氣復甦，全球LED市場將達78億美元之市場規模；其市場明確之成長動因相信是來自於照明市場、LCD背光源明確之成長性，再加上新興市場需求所帶動LED市場能持續成長。
本公司為台灣首家發展氧化物硬脆基板的公司，以延性輪磨技術為核心，研發各類基板，技術開發及量產經驗豐富，各類產品量產及客戶認證時間最早且大量取代國外產品，無論在技術及品質在業界都居領導地位。目前本公司藍寶石基板在台灣市佔率最高，最具經濟規模，因此在成本競爭及供應商的關係上具有優勢。本公司未來將強化國際行銷通路，再加以精進研發技術，朝向國際化、專業化及奠定自有品牌之基礎及跨國競爭力；另再持續深耕發展產品附加價值及多元化訴求，滿足市場需求的多樣性及變化性，以成為具國際品牌及領導地位之主流全方位廠商。



                                                                          

	主要業務項目：
本公司定位為專業的硬脆基板製造廠商，舉凡氧化物半導體晶圓(如LiTaO3、LiNbO3、Quartz、Al2O3、ZnO、LiAlO2 等)、化合物半導體晶圓(如AlN、GaN 等)、矽晶圓、各類基板產品及其再生晶圓加工，均是本公司服務範圍。

	國內關於LED產業結構關聯性所示如下：
LED產業關聯表

結構

主要產品

國內相關廠商

上游

基板

長晶：越峰、鑫晶鑽、合晶及中美晶

基板：本公司、合晶、中美晶及兆晶

中游

磊晶片及晶粒

晶電、璨圓、泰谷、光磊、廣鎵、奇力、新世紀及隆達等

下游

封裝與模組

光寶、達隆、東貝、宏齊、億光及先進開發等

應用產品

電子產品及照明應用

包括手機、筆記型電腦、桌上型液晶螢幕、LCD TV及次世代照明光源等設備及系統製造廠商。

資料來源：本公司整理



	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	99年截至04月份止(自結)

	營業收入
	193,940
	446,245
	404,077
	431,204
	613,073
	386,341

	營業毛利
	50,995
	144,884
	105,227
	53,033
	95,684
	80,274

	營業損益
	8,140
	80,883
	69,923
	12,811
	58,441
	62,967

	營業外收入及利益
	10,811
	－
	－
	2,099
	9,807
	11,144

	營業外費用及損失
	－
	188
	9,288
	222
	7,557
	12,157

	稅前損益
	18,951
	80,695
	60,635
	14,688
	60,691
	61,954

	稅後損益
	18,951
	77,811
	52,542
	12,026
	53,948
	61,954

	每股盈餘
	0.7
	2.77
	1.74
	0.39
	1.59
	1.32

	
	
	
	
	
	
	

	最近五年度簡明資產負債表
單位：新台幣仟元

	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	99年度截至 4月30日
財務資料

	流動資產
	146,579
	280,158
	372,350
	377,378
	701,371
	790,764

	基金及投資
	－
	－
	－
	－
	127,246
	124,804

	固定資產
	69,191
	103,802
	124,674
	139,622
	241,914
	259,366

	無形資產
	－
	－
	－
	1,457
	3,376
	614

	其他資產
	2,181
	2,090
	4,759
	1,904
	6,709
	10,459

	資產總額
	217,951
	386,050
	501,783
	520,361
	1,080,616
	1,186,007

	流動負債
	分配前
	37,867
	97,701
	91,369
	99,043
	303,197
	337,622

	
	分配後
	37,867
	98,150
	92,232
	99,043
	308,061
	337,622

	長期負債
	－
	30,000
	－
	－
	－
	－

	其他負債
	－
	454
	426
	167
	－
	(57)

	負債總額
	分配前
	37,867
	128,155
	91,795
	99,210
	303,197
	337,565

	
	分配後
	37,867
	128,604
	92,658
	99,210
	308,061
	337,565

	股  本
	207,250
	207,250
	253,076
	295,351
	463,272
	468,802

	資本公積
	25,693
	25,693
	100,693
	100,693
	251,878
	255,417

	保留盈餘
	分配前
	(52,859)
	24,952
	56,219
	25,107
	63,401
	125,355

	
	分配後
	(52,859)
	3,677
	13,081
	9,453
	16,379
	125,355

	金融商品未實現損益
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	累積換算調整數
	－
	－
	－
	－
	(1,132)
	(1,132)

	未認列為退休金
成本之淨損失
	－
	－
	－
	－
	－
	

	股東權益總 額
	分配前
	108,084
	257,895
	409,988
	421,151
	777,419
	848,442

	
	分配後
	108,084
	257,446
	409,125
	421,151
	772,555
	848,442


	最近三年度財務比率

	年度
項目
	96年度
	97年度
	98年度

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	26.04
	12.30
	15.61

	
	流動比率(%)
	407.52
	381.02
	231.33

	
	應收帳款天數(天)
	133
	98
	100

	
	存貨週轉天數(天)
	169
	200
	135

	
	負債比率(%)
	18.29
	19.07
	28.06


投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image2.png]
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